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内容概要

本书是电子类中等专业学校专业课教材，内容包括电子材料，电子元器件，印制电路板设计与制作，
焊接工艺，电子产品装配工艺，表面组装技术，电子产品调试工艺等。
并利用x——118型超外差式收音机进行装调实例介绍。
    本书突出理论联系实际，着重介绍新知识、新技术、新工艺和新方法，强调内容实用性、针对性，
注重培养学生的实际应用和实际操作能力，内容叙述力求深入浅出、图文并茂、通俗易懂，内容编排
力求简洁明快、形式新颖、目标明确。
    为了方便教师教学，本书还配有电子教学参考资料包(包括教学指南、电子教案和习题答案)，详
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